Hightech in Bauform 0201

Leistungen von VIERLING fiir
COMNEON

e [ogistik und Materialmanagement

e SMT-Bestiickung (Surface Moun-
ted Technology)

e inkl. Bauform 0201 (0,3 x 0,6 mm)

e inkl. Mikro-BGAs
(bis 9 Lotkontakte je mm?)

e |eiterplatten bis 0,5 mm Dicke

e Priifung (Automatische Optische
Inspektion, Flying Probe Test,
Funktionstest)

Muster- und Vorserienfertigung fiir die Handy-Entwicklung

Anforderung 0201 und
Mikro-BGAs

Die auf Hard- und Software fur Mobil-
funklésungen spezialisierte Infineon-
Tochter COMNEON aus Ndirnberg
lasst die Muster und Vorserien ihrer
neuesten GSM- und UMTS-Modul-
karten fUr die Handy-Entwicklung bei
VIERLING Production  fertigen.
VIERLING erflllt die wichtigste An-
forderung von COMNEON: Fer-
tigung nach hoéchsten Qualitats-
mafBstdben  mit  miniaturisierten
Bauelementen bis Bauform 0201
(0,3 x 0,6 mm) und Mikro-BGAs (bis
zu neun Lotkontakten je mm2).

Technologische Voraus-
setzungen

Technologisch kommt es bei der
Fertigung in Bauform 0201 und mit
Mikro-BGAs zunachst auf eine mo-
derne Ausrlstung und einen gut ab-
gestimmten Fertigungsprozess an.
Eine wichtige Herausforderung liegt
im Lotpastendruck.

Schwierige Suche

LEs ist nicht einfach, einen Ferti-
ger zu finden, der 0201 und Mikro-
BGAs technologisch wirklich be-
herrscht”, sagt Stefan Frenzel, bei
COMNEON verantwortlich fur die Fer-
tigungsiberleitung. Besonders hohe
Anspriche stellen die gemischte
Bestliickung der GSM- und UMTS-
Karten von COMNEON mit unter-
schiedlich groBen Bauelementen, die
hohe Packungsdichte und die Stor-
eigenschaften der Funktechnik. Um
einen geeigneten Fertiger zu finden,
hat COMNEON die Werke verschiede-
ner EMS-Anbieter besichtigt und zu-
nachst kleine Auftrage platziert.

Viele kleine Optimierungen

»Schnell zeigte sich, dass sich Mobil-
funkprodukte in 0201 nicht im Hand-
umdrehen in die Fertigung einflhren
lassen. Entscheidend ist, dass der
Fertiger die vielen kleinen Optimie-
rungen und laufenden Anpassungen
leisten kann“, sagt Frenzel. Heute

lasst COMNEON den groBten Teil
der Muster seiner neu entwickelten
GSM- und UMTS-Modulkarten bei
VIERLING produzieren.



LVIERLING beherrscht die Fertigung
unserer anspruchsvollen miniaturisier-
ten Baugruppen mit 0201-Bauelemen-
ten und Mikro-BGAs bei einem kontinu-
ierlich hohen Qualitétsstandard.

(Stefan Frenzel, bei COMNEON verantwort-
lich fiir die Fertigungstiberleitung)

Baugruppe im Reflow-Ofen: Die {fen von
VIERLING verfiigen iiber genau einstellbare
Heizzonen.

Bauteileabstande von nur 0,2 mm erfordern
hochgenaue Schablonen und Druckverfahren.

Abgestimmte Prozesskette fiir 0201

Moderne Ausriistung als Basis

VIERLING verflgt Uber die technische
Ausristung und die abgestimmten
Prozesse fur miniaturisierte Elektro-
nikfertigung bis Bauform 0201. ,Die
Basis sind hochgenaue Lotpastendru-
cker und Bestlickungsautomaten, ein
exakt einstellbarer Reflow-Lotofen mit
groBer Prozesslange und schonende
Dampfphasenlttanlagen®, sagt Stefan
Dorsch, Leiter Flachbaugruppenferti-
gung bei VIERLING. ,Bei 0201 und
Mikro-BGAs muss die gesamte Pro-
zesskette abgestimmt sein.”

Hochgenauer Lotpastendruck

Bereits der Lotpastendruck bei Bau-
teileabstanden von nur 0,2 Milli-
metern erfordert hochste Préazision.
Deshalb kommen bei VIERLING pra-
zise Lotpastendrucker, Spannsyste-
me, Druckschablonen, feinkdrnige
Lotpasten und der eine oder andere
technische Kniff zum Einsatz. ,Dlnne
Leiterplatten von nur 0,5 Millimetern
Starke fixieren wir beim Bedrucken
mit einer Vakuum-Ansaugvorrichtung.
Dies verhindert, dass sich die Leiter-
platte durchbiegt”, erklart Dorsch.

Wohldosierte Warme

Beim Loten kommt es auf einen ge-
nau einstellbaren Reflow-Ofen an.
,Dies gilt besonders dann, wenn die
Baugruppe mit Bauteilen sehr unter-
schiedlicher GroBe bestlckt ist”, er-
klart Dorsch. ,Kleine Bauteile heizen

sich wesentlich schneller auf als gro-
Be, deshalb besteht das Risiko, dass
0201-Bauelemente bereits Uberhitzt
sind, wahrend groBe Stecker, Kon-
densatoren oder Spulen noch nicht
gelotet sind.” Notig ist ein Reflow-
Ofen mit moglichst vielen genau ein-
stellbaren Heizzonen sowie fein regel-
baren Lufterdrehzahlen.

comneen,
|

An Infineon Technologies Company

Comneon ist ein flihrender Anbieter von
Softwareprodukten flr die mobile Kom-
munikation. Nach einer fast 20-jahrigen
Erfolgsgeschichte umfasst das Produkt-
portfolio sowohl Protocol Stack Software
fur GSM, UMTS und LTE als auch auf
dem IP Multimedia Subsystem basieren-
de Anwendungen, wie die Rich Commu-
nication Suite und Voice over LTE. Zum
Kundenspektrum von Comneon gehdren
weltweite  Halbleiterunternehmen  und
Netzwerkbetreiber sowie flihrende Herstel-
ler mobiler Endgeréte. Als 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Infineon Techno-
logies AG liefert Comneon Software flr
die Mobiltelefonplattformen von Infineon.
Der Hauptsitz von Comneon st Nurn-
berg. Darliber hinaus gibt es Forschungs-,
Entwicklungs- und  Vertriebsniederlas-
sungen in Europa, den USA und Asien.
Weitere Informationen: www.comneon.com
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